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Abstract (en)
[origin: WO9006196A2] In a process for centrifugal casting of copper, copper alloys and other alloys affected by oxygen, in particular bronze, at least
one flux is introduced into the mould in order to limit or prevent the formation of an oxide film on the inner surface of the casting. The flux, in the
form of solid borax, preferably powdered and possibly mixed with fine particulate metals with an affinity for oxygen, e.g. Mg, Li, Cer and/or powdered
graphite and/or chamotte and/or charcoal, is applied in a layer 0.5 to 4 mm thick, preferably 1 to 3 mm, immediately after casting on the still molten
inner surface of the casting.

Abstract (fr)
Procédé pour la coulée centrifuge du cuivre et des alliages de cuivre ou d'autres alliages sensibles a 'oxygene, en particulier le bronze, au moins
un fondant étant incorporé au moule afin d'éviter ou de limiter la formation d'une couche d'oxyde sur la surface interne de la piece moulée. On
applique en tant que fondant sur la surface interne encore liquide de la piece moulée, immédiatement aprés I'opération de coulée, du borax solide,
de préférence sous forme de poudre, le cas échéant avec des mélanges de fines particules de métaux a affinité pour I'oxygene, par exemple Mg, Li,
Cer et/ou de la poudre de graphite et/ou de chamotte et/ou de charbon de bois, le tout sous la forme d'une couche d'une épaisseur de 0,5 a 4 mm,
de préférence de 1 a 3 mm.
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